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Neue Oberseitenkihlungstechnologie von NXP verkleinert 5G-Sendeanlagen

o Die neue Gehausetechnologie von HF-Verstarkermodulen mit einer Kiihlung von der
Oberseite ermaglicht kleinere, diinnere und leichtere Funkmodule, was die Installation von
5G-Basisstationen vereinfacht und beschleunigt

o Vereinfachte Entwicklung und Fertigung ohne Leistungseinbuf3en

Eindhoven, Niederlande, 6. Juni 2023 (GLOBE NEWSWIRE) —- NXP Semiconductors (NASDAQ:
NXPI) bringt eine neue Produktfamilie von HF-Verstarkermodulen mit Oberseitenkiihlung auf den Markt.
Deren innovative Gehausetechnik ermdglicht schlankere und leichtere Sendeanlagen fir die 5G-
Infrastruktur. Die kleineren Basisstationen lassen sich einfacher und kostengunstiger installieren und
fugen sich zudem unauffalliger in ihre Umgebung ein. Die GaN-Multi-Chip-Modulserie von NXP in
Kombination mit der branchenweit ersten Kihlungslosung fir das HF-Verstarkermodul auf der
Oberseite reduzieren die Bauhthe und das Gewicht des Funkmoduls um mehr als 20 Prozent. Dadurch
verringert sie auch den CO2-FulRabdruck bei Herstellung und Installation von 5G-Basisstationen.

,Die Oberseitenkiihlung ertffnet gro3e Chancen fur Hersteller der Telekommunikationsinfrastruktur, da
sie hohe Ausgangsleistung mit verbesserter thermischer Leistungsabgabe kombiniert. Das erlaubt die
Entwicklung kleinerer Funk-Subsysteme®, sagt Pierre Piel, Vice President und General Manager Radio
Power bei NXP. ,Diese Innovation unterstitzt also nicht nur den Einsatz umweltfreundlicherer
Basisstationen, sie ermoglicht gleichzeitig auch die erforderliche Netzdichte, um die Leistungsvorteile
von 5G voll auszuschopfen®.

Die neuen HF-Verstarkermodule mit Oberseitenkiihlung von NXP bieten erhebliche Vorteile bei
Entwicklung und Fertigung, wie zum Beispiel den Wegfall der dedizierten HF-Abschirmung. Weitere
Pluspunkte sind die Verwendung einer kostengiinstigen und optimierten Leiterplatte sowie eine
Trennung des Warmemanagements vom HF-Design. So kdnnen Anbieter von Netzwerkldsungen
auBerst schlanke und leichte 5G-Funkmodule fir Mobilfunknetzbetreiber entwickeln und dabei
gleichzeitig ihre Entwicklungszyklen verkirzen.

NXPs erste HF-Verstarkermodulserie mit Oberseitenkihlung ist fir 32T32R, 200-W-Funksysteme fur
3,3 GHz bis 3,8 GHz ausgelegt. Die Produkte kombinieren die firmeneigenen LDMOS- und GaN-
Halbleitertechnologien, um eine hohe Verstarkung und einen hohen Wirkungsgrad mit breitbandiger
Leistung zu erzielen. Sie bieten eine Verstarkung von 31 dB und einen Wirkungsgrad von 46 Prozent
bei einer momentanen Bandbreite von 400 MHz.

Die Produkte ASM34TG140-TC, A5SM35TG140-TC und A5M36TG140-TC sind ab sofort verfigbar. Der
A5M36TG140-TC wird von der RapidRF-Referenzboard-Serie von NXP unterstitzt. Fur weitere
Informationen Uber die Produktfamilie laden Sie bitte das Fact Sheet unter NXP.com/TSCEVBES
herunter oder wenden Sie sich an den weltweiten NXP-Vertrieb.
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Uber NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) bringt kluge Kopfe zusammen, um wegweisende
Technologien zu entwickeln, die die vernetzte Welt besser, zuverlassiger und sicherer machen. Als ein
weltweit marktfilhrendes Unternehmen bei Lésungen fur sichere Kommunikation in Embedded-
Applikationen treibt NXP Innovationen in den Anwendungsfeldern Automobiltechnik, Industrie & 10T, bei
Mobilgeraten und Kommunikationsinfrastruktur voran und férdert mit seinen Lésungen eine
nachhaltigere Zukunft. Das Unternehmen, das auf die Erfahrung und Expertise von mehr als 60 Jahren
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bauen kann, beschéftigt ca. 34.500 Mitarbeitende in mehr als 30 Landern und erzielte 2022 einen
Umsatz von 13,21 Milliarden US-Dollar. Weitere Details unter www.nxp.com.

NXP und das NXP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von NXP B.V. Alle anderen Produkt- oder
Dienstbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. © 2023
NXP B.V.
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